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第七届“IC创新奖”申报表填写须知
（此页提交时须删除）
1. 各申报单位须认真完整填写表格各项内容，切勿修改表格模板内容，且所有内容需在表格内填写。
2. 各申报单位须保证所提供材料真实有效，秘书处将对此次申报材料全程保密，仅限评审使用。
3. 项目简介填写须知如下：
(1) 技术创新奖应至少载明以下内容：
1) 重大技术创新简介，包括技术创新点、技术指标、技术先进性、关键领域取得的技术突破等；
2) 技术应用情况，包括应用领域、用户情况及评价、以及市场表现或实现批量销售等；
3) 发明专利及学术论文，包括专利名称、专利号；论文题目、期刊名称及卷期号等。
(2)  成果产业化奖应至少载明以下内容：
1) 成果简介，包括成果的创新性、主要性能、技术指标先进性等；
2) 成果产业化情况，包括实现规模化销售时间、产品良率、客户应用情况、销售收入、利税等。
3) 发明专利及学术论文，包括专利名称、专利号；论文题目、期刊名称及卷期号等。
(3)  产业链合作奖应至少载明以下内容：
1) 产业链合作应至少包括以下内容之一：在国内制造厂流片；推进国产装备、材料、零部件量产应用；与上下游企业合作解决关键技术问题；高校、研究机构、企业等技术合作等；
2) 具体描述在产业链合作、促进协同创新等方面所做出的突出贡献；
3) 取得的合作效益，包括经济效益、用户评价、市场表现等。
(4)  突出贡献奖应至少载明以下内容：
1) 在技术创新、成果产业化、密切产业链合作等活动中做出的具体贡献；
2) 突出贡献的个人在行业中的影响力等。
4. 请于2023年11月05日前将纸质版材料（正反面打印）邮寄至北京市朝阳区北土城西路3号；电子版材料（Word版和PDF盖章扫描版）发送至邮箱lisiqi@ime.ac.cn。
5. 大联盟秘书处联系人：李老师，010-82995751，13439052196。
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	奖项类别
	请在下面“□”内打“”（仅选择一项）
技术创新奖   □             成果产业化奖       □
产业链合作奖 □             产业创新突出贡献奖 □

	技术类别
	请在下面“□”内打“”（仅选择一项）
设计□   制造□   封测□   装备□   材料□   零部件□   综合□

	项目亮点
	（凝练项目亮点和申报理由，限200字以内）

	项目团队
简介
	（简要介绍项目团队，主要完成人员姓名、职务/职称等，不超过10人）







	项目简介
	[bookmark: _GoBack]（详细介绍项目情况，详见首页填写须知，字数不限）






























	申报单位声明：
     申报单位保证所提供的材料真实有效，且不存在任何违反国家相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形。如有材料虚假或违纪行为，愿意承担相应责任并接受相应处理。如产生争议，保证积极配合调查处理工作。


单位盖章：                             单位负责人签字：

财务盖章：（注：如所提供资料含销售相关数据请加盖财务章）
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China Integrated Circuit Innovation Alliance
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